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１．概要（Summary） 

ダイヤモンド基板上への電極作製はボンディングを行う

上で必須となるため、ダイヤモンドデバイスの開発におけ

る重要な技術である。今回の実験ではダイヤモンド基板

上に Au/Ru金属積層膜からなる電極を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコーター 

マスクレス露光装置 

スパッタ成膜装置(芝浦) 

【実験方法】 

1) スピンコーターを用いてレジスト塗布 

2) マスクレス露光装置によるリソグラフィ 

3) 現像 

4) スパッタ成膜装置を用いて金属蒸着 

5) リフトオフ 

 

HMDS とレジスト AZ5214Eを使用、現像はNMD-3

を使用、リフトオフはアセトンを使用した。スパッタ成膜装

置で Ru/Auを 30/200 nmの厚さで成膜させた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 スパッタ成膜前後のダイヤモンド基板表面を光学顕微

鏡で観察した。金属蒸着前を Fig. 1に金属蒸着後を

Fig. 2に示す。 

 

 

Fig. 1 Picture before metal deposition. 

 

 

Fig. 2 Picture after metal deposition. 
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